半導体製造装置の振動応答解析による地震被害リスク予測に関する研究 by 薦田  香織
半導体製造装置の振動応答解析による地震被害リス
ク予測に関する研究




          こも だ か おり 
氏 名          薦 田 香 織 
研究科，専攻の名称 東北大学大学院工学研究科（博士課程）技術社会システム専攻 
学 位 論 文 題 目          半導体製造装置の振動応答解析による地震被害リスク予測に関する 
          研究 
論 文 審 査 委 員          主査 東北大学教授 須川 成利 東北大学教授 長平 彰夫 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Max. Accl. 157.6 Gal



































































設計耐力300 Gal 設計耐力600 Gal
 
図４．フラジリティ曲線（縦型炉FOUP収納部の設計耐力300 Galの場合と対策として耐力600 Galへの補強を行なった場合） 
 第５章は結論である。 
 以上、本論文では、半導体製造装置の簡易な地震応答解析技術について研究した。本研究で提案した手法は、振動増幅特性を実際
に設置された半導体製造装置それ自体を測定できるものであり、いかなる種類の装置の機差もその測定結果に反映されるため、多種
多様に渡る半導体製造装置の振動増幅特性方法として非常に有用であると考える。また、測定及び解析における最適条件を明らかに
したことで、今後の測定の精度をより高めることができると考えられる。さらに、周波数応答解析法の半導体製造装置への適用が可
能であることを示したことで、測定により得た振動増幅特性を用いて、複雑な演算無しに簡易に地震応答解析を得ることができる。
また、本論文では、これまで報告されていなかった半導体製造装置の振動増幅特性を明らかにした。本研究の成果により、半導体メ
ーカーにおける地震対策は勿論、半導体製造装置メーカーの耐震設計技術にも寄与が期待される。また、半導体製造装置に限らず、
これまで装置自体の地震時の挙動の把握ができず、地震対策が困難であった精密機器類にもこの技術は適用可能であると考えられ、
重要な機器類の耐震化技術として地震被害リスクにさらされる日本の産業の事業継続に貢献していく技術となることを期待する。 
 
